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промышленности ............................................................................ № 5, с. 152

пОРТРЕТ ФИРМЫ
Э. Чу. Компания Delson Technology: широкий выбор 
памяти для различных приложений ..........................................  № 1, с. 70
Б. Беленький. НИИ «Гириконд» – ​прошлое, настоящее, 
будущее… (к 80-летию предприятия) ............................................. № 3, с. 86
А. Насонов. Надо верить в себя и много работать, 
и тогда все получится ...................................................................  № 10, с. 40

Производственные технологии
П. Григорьев, Т. Шимчук, Т. Цивинская.  
Анализ технологий прямой металлизации отверстий 
печатных плат. Часть 2 .....................................................................  № 1, с. 128
А. Генцелев. Обеспечение технологического качества 
на производстве ...............................................................................  № 1, с. 138
П. Григорьев, С. Милешин, Т. Цивинская. 
Исследование влияния защиты компаундом СИЭЛ 
на стабильность функционирования контрольно-
измерительных МЭМС‑сенсоров ................................................... № 4, с. 132
С. Никитин, К. Поздняков, О. Хомутская. Оценка 
деформации печатных плат .........................................................  № 5, с. 144
В. Иванов. Хлорирование в солевом расплаве 
в технологии производства поликристаллического 
кремния ...............................................................................................  № 6, с. 154
Д. Суханов, В. Команов. Гетерогенная интеграция 
с помощью групповой сварки кристалл-пластина – ​
эффективный подход к 3D‑интеграции  
микросхем .......................................................................................... № 6, с. 162
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С. Ванцов. Способ предотвращения дефектов 
отверстий в печатных платах ......................................................  № 6, с. 168
Д. Максимов. Влияние структуры химического 
никеля на вакуумную плотность паяных соединений 
металлокерамических изделий .................................................... № 7, с. 110
Ю. Боброва, Д. Мануков. 3D-печать в производстве 
печатных плат ..................................................................................... № 7, с. 114
М. Григорьев, Т. Михайлова, Т. Мясоедова. 
Разработка электродов электрохимических 
конденсаторов на основе кремний-углеродных  
структур ................................................................................................. № 9, с. 96

Репортаж с предприятия
Ю. Ковалевский, В. Мейлицев. Корпуса для 
микроэлектроники в Великом Новгороде. Визит 
в производственное подразделение компании 
«ТЕСТПРИБОР» ........................................................................................  № 1, с. 58
Ю. Ковалевский, В. Мейлицев.  
Полный цикл, мировой уровень.  
Визит в Группу компаний «Диаконт» ...........................................  № 3, с. 74
В. Мейлицев. В перспективе мы видим себя в роли 
корпоративного центра производства печатных плат. 
Визит на Азовский оптико-механический завод .................. № 6, с. 62
В. Мейлицев. Контрактное производство 
электроники. Простые рецепты для сложных задач. 
Визит в ООО «МикроЭМ Технологии» .............................................  № 7, с. 40
В. Мейлицев. Технология для кратного сокращения 
сроков создания отечественной ЭКБ: система 
в корпусе на основе LTCC. Визит в Научно-
производственный центр «СпецЭлектронСистемы» .................... № 8, с. 34
Ю. Ковалевский, О. Саликова.  
Пора переходить на российские технологии. 
Особенно, когда они есть. Визит в ООО «Санкт-
Петербургский центр «ЭЛМА» ........................................................... № 9, с. 44
Ю. Ковалевский. Гибкость или производительность 
контрактного производства: дилемма разрешима? 
Визит на сборочно-монтажное производство 
компании ООО «Нанотех» ............................................................... № 9, с. 54

Свч-электроника
В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий, Г. Алексеев. 
Широкополосный СВЧ‑аттенюатор, выполненный по 
мостовой структуре ........................................................................  № 2, с. 116
В. Кочемасов, Т. Косичкина. Усилители мощности 
по схеме Догерти. Часть 1 ..............................................................  № 3, с. 144
К. Джуринский, С. Павлов, О. Морозов. 
Отечественные радиочастотные соединители 
мм-диапазона длин волн ............................................................. № 3, с. 154
В. Кочемасов, Т. Косичкина. Усилители мощности 
по схеме Догерти. Часть 2 ...............................................................  № 4, с. 118
А. Коренев. Особенности применения коаксиально-
микрополосковых переходов для поверхностного 
монтажа типа SMP ...........................................................................  № 5, с. 106

Г. Алексеев, А. Калёнов, И. Мухин, В. Репин. 
Определение оптимального соотношения между 
дискретизацией и квантованием для СВЧ АЦП ........................  № 6, с. 72
А. Бугаёв, Ю. Ковалевский.  
Решения компании Mini-Circuits:  
от выбора СВЧ‑компонента до производственного 
тестирования изделий ....................................................................  № 6, с. 76
А. Аредов. Микросхема широкополосного 
синтезатора частоты до 6 ГГц со встроенным ГУН ..................  № 7, с. 92
К. Гомес-Дуарте, А. Лезинов.  
Практический подход к проектированию заказных 
SMT-корпусов для ИС миллиметрового диапазона 
длин волн ............................................................................................  № 7, с. 98
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. Твердотельные 
СВЧ‑переключатели средней и большой мощности. 
Часть 1 ...................................................................................................  № 8, с. 108
К. Джуринский, В. Батаев. Соединители 1.35 mm для 
работы в диапазоне частот 0–90 ГГц ...........................................  № 8, с. 114
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. Твердотельные 
СВЧ‑переключатели средней и большой мощности.
Часть 2 ...................................................................................................  № 9, с. 116
К. Джуринский. Эволюция радиочастотных 
соединителей для мобильной и сотовой связи .................. № 10, с. 74
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. Твердотельные 
СВЧ-переключатели средней и большой мощности.
Часть 3 ..................................................................................................  № 10, с. 82

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
О. Пчельникова-Гротова. Проектирование и расчет 
автономных фотоэлектрических энергетических 
установок ............................................................................................  № 1, с. 120
О. Пчельникова-Гротова, А. Иванов, В. Латыпов.  
Устройство слежения за Солнцем 
в фотоэлектрических энергетических  
установках .......................................................................................... № 2, с. 120
Е. Рабинович. Источники питания  
TDK-Lambda серии GXE: управляемая мощность 
в промышленном конструктиве ................................................. № 2, с. 128
Ф. Досталь. Снижение помех в синхронных 
понижающих преобразователях с помощью 
дополнительного диода Шоттки на примере ADP2443 
от компании Analog Devices ........................................................  № 5, с. 112
Т. Брэнд. Ключевые характеристики изолированных 
драйверов затвора мощных транзисторов ...............................  № 7, с. 88
М. Савин, С. Абрамов. Расчет и конструирование 
планарного трансформатора для обратноходового 
преобразователя ...............................................................................  № 8, с. 40
Ф. Досталь. Как избежать одновременного 
открытия ключей в синхронных понижающих 
преобразователях при замедлении  
фронтов импульсов .......................................................................... № 8, с. 46
М. Макушин. Тенденции развития силовой 
электроники .......................................................................................  № 8, с. 50
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Х. Куек, А. Буквин. Сравнительные испытания 
на генерируемые помехи импульсных ИВП на 
основе традиционного подхода и технологии  
Silent Switcher ......................................................................... № 8, с. 58
У. Ву. Как выбрать ограничитель пусковых токов 
и прерыватель цепи для импульсных источников 
питания ..................................................................................... № 8, с. 62
В. Ежов. Решения компании MORNSUN для систем 
питания в умных приложениях ..........................................  № 8, с. 68

Системы проектирования
С. Кокин, В. Перминов, С. Волков, С. Морозов. 
Моделирование электрических схем с учетом 
влияния ТЗЧ в САПР «КИПАРИС» ..............................................  № 3, с. 92
Ж.-Ф. Бинуа, С. Белоусов, Ю. Ковалевский. 
Средства статической верификации SpyGlass и VC LP: 
поиск ошибок на уровне RTL ...............................................  № 3, с. 98
В. Ежов. Новые технологические решения 
требуют усовершенствованных инструментов 
проектирования печатных плат. По материалам 
конференции, организованной компанией 
«ПСБ СОФТ» ...............................................................................  № 3, с. 104
С. Белоусов. Повышение стойкости к воздействию 
ТЗЧ устройств на базе ПЛИС с использованием 
инструмента Synplify Premier .............................................. № 4, с. 82
М. Макушин, А. Фомина. Искусственный 
интеллект и рентабельность как движущие факторы 
развития САПР ............................................................................  № 4, с. 90
Д. Лобзов, А. Лохов. Решения Mentor, a Siemens 
Business для проектирования ИС и печатных плат.  
Часть 1 ....................................................................................... № 5, с. 126
А. Глинкин, К. Никеев, Б. Филипов. Решения 
Mentor, a Siemens Business для проектирования ИС 
и печатных плат. Часть 2 ......................................................  № 6, с. 140
А. Петровичев. Анализ электромагнитной 
обстановки с использованием программных  
средств ..................................................................................... № 8, с. 122
Ю. Леган. Разработка электрической схемы 
в иерархической форме. Часть 1 ........................................  № 10, с. 130

Событие номера
В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский. electronica 
2018: отправляемся в будущее. Часть 1 ................................  № 1, с. 34
О. Казанцева. Расширенное совещание 
руководителей предприятий радиоэлектронной 
промышленности ...................................................................  № 5, с. 22
Ю. Ковалевский.  
Правовое регулирование беспилотного 
транспорта. Совместное заседание Секции 
ОПК и Рабочей группы по законодательному 
обеспечению государственной военной авиации 
и авиастроительного комплекса Экспертного 
совета Комитета СФ по обороне и безопасности ..........  № 6, с. 18

Схемотехника
С. Пескова. Убить USB‑киллера ............................................  № 2, с. 102
А. Воронин. Структура каналов для считывающей 
электроники кремниевых детекторов ................................ № 2, с. 106
А. Воронин. Шумовые свойства и параметры 
сигналов в головной части канала считывающей 
электроники для кремниевых детекторов........................  № 10, с. 114 

Технологическое 
оборудование и материалы
А. Калмыков, В. Мейлицев. Качество через 
автоматизацию: трафаретный автомат G-Titan 
компании GKG ..........................................................................  № 3, с. 184
А. Алексеев, С. Петров, Е. Чукавов.  
От замысла до воплощения: принципы  
успешного партнерства разработчиков СТО 
и производителей ЭКБ ...........................................................  № 3, с. 190
Д. Поцелуев. Мы поставляем не только материалы, 
но и знания, и технологии ..................................................  № 5, с. 134
Г. Степанищев. Прецизионные автоматические 
клапаны для дозирования жидких 
двухкомпонентных материалов от Nordson EFD ...........  № 5, с. 142
С. Шиляев, С. Постнов. Обработка металлов 
и диэлектриков аргоновой СВЧ‑плазмой 
атмосферного давления ....................................................... № 6, с. 150
Е. Acтaxoв, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, 
С. Горобец. Применение термохимически стойких 
фильтрующих материалов в микроэлектронной 
промышленности ...................................................................  № 7, с. 128
Н. Левкина, А. Медведев. Сравнительные 
характеристики отечественных и импортных 
влагозащитных покрытий ....................................................  № 7, с. 134
Ш. Сарновски. «Лиса», «Пума», «Тарантул»:  
гибкость и адаптивность почти как в живой 
природе ......................................................................................  № 8, с. 126
Е. Acтaxoв, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, 
С. Горобец, А. Дымова. Применение новых 
пористых материалов для нужд различных 
отраслей промышленности ................................................. № 8, с. 130
А. Завалко. Универсальные сборочные 
центры: как ускорить вывод на рынок сложных 
и уникальных изделий ...........................................................  № 9, с. 66
М. Макушин, В. Мартынов. Освоение 
EUV‑литографии в серийном производстве: 
перспективы и проблемы .......................................................  № 9, с. 70
С. Аваков, В. Плебанович, А. Лапко. Генераторы 
изображений для безмасковой литографии ....................  № 9, с. 80
Д. Поцелуев. Влагозащитное покрытие: что 
необходимо учесть при выборе ............................................  № 9, с. 86

Цифровое производство
А. Генцелев. Системы для предупреждения 
дефектов на производстве ...................................................  № 3, с. 180
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Р. Ромашко, В. Ежов. Цифровые технологии 
компании HARTING для современного производства: 
когда заказчик становится партнером ............................... № 9, с. 132
Д. Чернов. История автоматизации одного 
процесса, или как оцифровать ручное  
производство ......................................................................... № 10, с. 136

Экономика + бизнес
Н. Кульчицкий, А. Наумов, В. Старцев.  
Рынок неохлаждаемых микроболометров 
для ИК‑камер: тенденции и перспективы ........................... № 1, с. 156
М. Макушин, А. Фомина. Экономические аспекты 
развития микроэлектроники КНР ........................................  № 2, с. 158
А. Фомина. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .............................. № 4, с. 140
Ю. Ковалевский, Е. Суворов.  
Рынок и технологии в силовой электронике:  
отчеты Yole Développement ........................................................  № 5, с. 156
В. Разумов. Внешнее финансирование от фонда: 
так ли это сложно, как кажется? .........................................  № 6, с. 176
Н. Тюрнев. Внешнее финансирование для 
переоснащения предприятия ..............................................  № 7, с. 158
М. Макушин, А. Фомина. Проблемы развития 
микроэлектроники КНР и Тайваня ......................................  № 7, с. 160
Г. Левин. Финансовая поддержка МФППиП. 
Реальный опыт .........................................................................  № 8, с. 136
А. Фомина. Цифровая трансформация 
радиоэлектроники .................................................................  № 8, с. 140

Электромеханические компоненты
М. Самойлова. Щелк, и готово!  
Модульные разъемы ODU-MAC® Blue-Line ............................№ 10, с. 62
Р. Ромашко, В. Ежов.Высокие скорости требуют 
умных решений: кабельные системы и соединители 
Molex для передачи данных в дата-центрах 
и телекоммуникационной инфраструктуре .....................№ 10, с. 68

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА
М. Макушин, И. Черепанов. Некоторые аспекты 
развития рынка преобразователей данных ........................  № 1, с. 74
B. Осипов. Применение СнК 1879ВЯ1Я в качестве 
многоканального амплитудного анализатора 
цифрового спектрометрического тракта ........................... № 1, с. 82
Г. Алексеев, В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий. 
Высокочастотный 8-разрядный БиКМОП АЦП .....................  № 1, с. 88
В. Ежов. АЦП и ЦАП Analog Devices: обзор новинок 
2018 года .......................................................................................  № 1, с. 92
В. Ежов. МЭМС‑датчики Murata: инновационные 
технологии для точных измерений ...................................  № 1, с. 104
Дж. Стивенсон, О. М. Азиз. Pulse Electronics: 
электромагнитные компоненты для ответственных 
применений ...............................................................................  № 2, с. 96

П. Пастухов. Синхронное статическое ОЗУ 
конвейерного типа .................................................................  № 3, с. 130
В. Громов, Н. Брюхно, В. Стрекалова, Т. Паньков, 
С. Алёхин. Новая серия биполярных транзисторов 
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